
まえがき＝ LSI は集積度の向上により高速化されてきた
が，デザインルールが 0.1μｍに近∵気メッキしたあとに不要な銅を除去し，溝に残った銅が配線回路となる。この製造工程には電気メッキ後のリフ 400℃以上の高温での熱処理が含まれてお
り，LSI 内部は異なる材料を複雑に組合わせた多層構造
であるため，熱処理工程で銅配線に熱応力が発生する。
　熱応力は，一般的に温度差と熱膨張係数差とヤング率
の積に支配される。室温での銅とアルミの特性を比較す
ると，Siとの熱膨張係数差はアルミが18ppm/Kに対して
銅が 13ppm/Kであるが，ヤング率はアルミが 72GPa に
対して銅が 130GPa であることから，その積はアルミよ
りも銅が大きくなり，銅を配線材料とすることで従来の
アルミ配線よりも高い応力が発生する可能性がある。さ
らに，発生応力の重要な因子である降伏応力についても，
銅のそれはアルミよりもが高くなることも知られてい

る。
　このため，銅配線技術の開発では熱応力の評価が重要
となり，熱応力に起因した代表的な問題であるストレス
マイグレーションなどの不都合を克服するため，材料や
構造を最適化する技術開発が行われている。
　当社では，熱応力に起因する不都合への対策の一つと
して，熱処理中に高圧を負荷するプロセス（高圧アニー
ル処理）を開発している。高圧アニールでは，プロセス
中に高圧を付与することで熱応力の履歴を制御できる可










